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Sposób przygotowania fotoszablonów w procesie wytwarzania
warstwy lub płytki z obwodem drukowanym po obu jej stronach

Przedmiotem wynalazku jest sposób przygoto¬
wania fotoszablonów w procesie wytwarzania war¬
stwy lub płytki z obwodem drukowanym po obu
jej stronach, zwłaszcza stosowany przy wykonywa¬
niu płatów pamięci na cienkich drutach magne¬
tycznych dla maszyn matematycznych. ,

W procesie wytwarzania warstwy lub płytki z
obwodem drukowanym występuje operacja naświe¬
tlania powłoki światłoczułej znajdującej się na folii
miedzianej obrabianej warstwy lub płytki. Naświe¬
tlanie prowadzi się po nałożeniu na obrabianą
warstwę lub płytkę fotoszablonu, umożliwiającego
odwzorowanie na powłoce światłoczułej elementów
nadruku, które mają być zachowane podczas na¬
stępnej operacji wytrawiania obrabianej warstwy
lub płytki. W przypadku obustronnego nadruku
warstwy lub płytki o jej jakości w znacznym sto¬
pniu decyduje dokładność ustawienia fotoszablo¬
nów na płytce przed operacją naświetlania. Odpo¬
wiadające sobie po obu stronach płytki* i przewi¬
dziane do naświetlania elementy obu fotoszablonów
powinny dokładnie leżeć jeden nad drugim.

Znany sposób przygotowania fotoszablonów, u-
możliwiający nałożenie ich na obrabianą warstwę
lub płytkę przed operacją naświetlania, polega na
wykonaniu otworów bazowych z określoną tole-
rantej.ą oddzielnie w każdym z fotoszablonów —
uprzednio naświetlonych i obrobionych fotoche¬
micznie — oraz w obrabianej płytce. Otwory ba¬
zowe na fotoszablonach oraz płytce powinny być
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wykonane w jednakowej odległości od siebie oraz
zajmować jednakowe położenie względem odpo¬
wiadających sobie elementów obu fotoszablonów.
Tak przygotowane fotoszablony nakłada się na
obie strony płytki i ustala ich wzajemne położenie
za pomocą kołeczków bazujących. Dokładność usta¬
wienia odpowiadających sobie elementów jeden
nad drugim obu fotoszablonów zależy od dokład¬
ności ' położenia otworów bazowych względem
wspomnianych elementów. Ponieważ otwory ba¬
zowe wykonuje się oddzielnie w każdym fotosza-
blonie z określoną tolerancją, opisany sposób nie
gwarantuje wymaganej dokładności ustawienia ele¬
mentów jeden nad drugim obu fotoszablonów, a co
za tym idzie, elementów nadruku płytki lub war¬
stwy, zwłaszcza w przypadku niekorzystnego zbie¬
gu tolerancji wykonania otworów bazowych. Dla
skorygowania niedokładności wykonania otworów
bazowych w fotoszablonach, wynikających z tole¬
rancji wykonawczych w każdym fotoszablonie, je¬
den z otworów wykonuje się w kształcie łezki
a drugi kołowy. Otwory w fotoszablonach wyko¬
nuje się za pomocą wiertarki współrzędnościowej.
Znany sposób jest kosztowny i uciążliwy, zwłasz¬
cza przy wykonywaniu otworów łezkowatych. Po¬
nadto podczas operacji wiercenia istnieje możli¬
wość przypadkowych uszkodzeń emulsji fotoszablo¬
nu, co wpływa niekorzystnie na jakość wykonywa¬
nej płytki lub warstwy.

Inny znany sposób, polegający na wykrawaniu.
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otworów w błonach graficznych światłoczułych —
przed naświetlaniem, podczas którego powstaje fo¬
toszablon, jest możliwy do stosowania w ograni¬
czonych■'♦ przypadkach/ gdy fotoszablony wykonuje
się przy pomocy fotokoordynatografów z nieprze-
nośną kasetą, na której leży błona graficzna pod¬
czas^ naśwjetlanią.

Zgodnie z wynalazkiem sposób przygotowania
fotoszablonów w procesie wytwarzania warstwy
lub płytki z obwodem drukowanym po obu jej
stronach polega na wykonaniu za pomocą specjal¬
nego dziurkacza otworów bazowych oddzielnie w
każdym z fotoszablonów, uprzednio naświetlonych
i obrobionych fotochemicznie.

Każdy z fotoszablonów układa się na stole dziur¬
kacza, korzystnie stanowiącym płytkę tnącą z na¬
niesionym rysunkiem wzorca fotoszablonu i usta¬
wia względem wspomnianego rysunku wzorca i
stempli dziurkacza z określoną dokładnością. W
ustawionym fotoszablonie wykonuje się otwory ba¬
zowe za pomocą stempli. Korzystnie jest, jeśli ry¬
sunek wzorca jest naniesiony na podłoże wykonane
z tego samego materiału co fotoszabloh.

Sposób według wynalazku dzięki zastosowaniu
specjalnego dziurkacza do wykonywania otworów
bazowych zapewnia wymaganą dokładność usta¬
wienia fotoszablonów na płytce tak, że odpowia¬
dające elementy na obu fotoszablonach leżą jeden
nad drugim. Umożliwia to wykonywanie nadruku
po obu stronach warstwy lub płytki z wymaganą
dokładnością. Sposób jest prosty i łatwy w stoso¬
waniu.

Wynalazek jest bliżej wyjaśniony w przykładzie
wykonania — obejmującym przygotowanie foto¬
szablonów w procesie wytwarzania warstw płata
pamięci dla maszyn matematycznych — oraz na
rysunku przedstawiającym fotoszablon nałożony na
stole dziurkacza do wykonywania otworów bazo¬
wych w widoku aksonometrycznym.
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Sposób przygotowania fotoszablonów w procesie
wytwarzania warstw płata pamięci dla maszyn
matematycznych polega na wykonaniu za pomocą
dziurkacza 1 otworów bazowych oddzielnie w każ-

5 dym z fotoszablonów, uprzednio naświetlonych i
obrobionych fotochemicznie. Fotoszablon 2 układa
się na płycie tnącej 3 dziurkacza 1, na której jest
naniesiony rysunek wzorca 4, wykonanej na pod¬
łożu z tego samego materiału co fotoszablon 2.
Fotoszablon 2 ustawia się względem wspomniane¬
go rysunku wzorca 4 i stempli 5 umieszczonych
w prowadnicy 6 dziurkacza 1 z określoną dokład¬
nością tak, aby odpowiadające sobie elementy fo¬
toszablonu 2 i rysunku wzorca' 4 leżały jeden nad
drugim. W ustawionym fotoszablonie 2 wykonuje
się otwory bazowe za pomocą stempli 5. Opisane
czynności powtarza się dla drugiego fotoszablonu
oraz płytki.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób przygotowania fotoszablonów w pro¬
cesie wytwarzania warstwy lub płytki z obwodem
drukowanym po obu jej stronach polegający na
wykonaniu otworów bazowych oddzielnie w każ¬
dym z fotoszablonów uprzednio naświetlonych i
obrobionych fotochemicznie, znamienny tym, że
otwory bazowe wykonuje się za pomocą dziurka¬
cza tak, że każdy z fotoszablonów układa się na
stole dziurkacza, korzystnie stanowiącym płytę tną¬
cą z naniesionym rysunkiem wzorca fotoszablonu
i ustawia go względem rysunku wzorca i stempli
dziurkacza z określoną dokładnością, po czym w
ustawionym fotoszablonie wykonuje się otwory ba-
zowe za pomocą stempli.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
rysunek wzorca jest naniesiony na płytkę tnącą
wykonaną z tego samego materiału co wytwarza¬
na warstwa lub płytka z obwodem drukowanym.
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